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   公司簡介
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   主要業務項目
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   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：凌嘉科技股份有限公司 (股票代號：3644 )
	輔導推薦證券商
	台新綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	公司介紹
本公司成立於民國88年，為專業濺鍍設備及代工業務之製造商，自成立以來專注於環保科技之研發、與擴展應用領域，本公司以鑽研低溫真空濺鍍設備、電漿表面處理設備及精密表面處理製程技術發展為主軸。所開發的技術可運用於金屬基材、工程塑膠、玻璃與陶瓷等非金屬基材的外觀裝飾鍍膜與機能性鍍膜上。本公司研發團隊由半導體、材料、精密機械設計、自動化控制所組成，在真空技術領域已耕耘十餘年之久，對於電子或非電子相關產業零組件的表面處理技術與電漿鍍膜設備已累積多年製造經驗與技術庫。在符合產業發展趨勢的前提之下，技術開發與設計過程著重創新、環保、節能與品質。
歷史沿革      
民國 88年  

凌嘉科技股份有限公司成立，設立時資本額為新台幣參仟伍佰萬元整。
民國 89年 

開發完成國內第一台低溫連續式真空濺鍍機。

開發完成EMI(抗電磁波干擾)製程。

現金增資新台幣參仟伍佰萬元整，增資後資本額新台幣柒仟萬元整。

民國 90年 

研發成功國內第一台捲揚式濺鍍機。

現金增資新台幣參仟伍佰萬元整，增資後資本額新台幣壹億零伍佰萬元整。

民國 91年 

連續式濺鍍製程導入IMD(模內裝飾)與SDC(表面裝飾鍍膜)，應用於手機產業並通過客戶認證。

連續式濺鍍製程導入於3C產業。

「抗電磁波干擾之披覆裝置」通過專利審查，證號：新型第一八六一七六號。

盈餘轉增資新台幣貳仟壹佰萬元整及現金增資新台幣壹億元整，增資後資本額新台幣貳億貳仟陸佰萬元整。

民國 92年 

獲ISO 9001品質認證通過。

「具多塗層之按鍵結構」通過專利審查，證號：新型第二一四O九六號。

連續式濺鍍製程導入反射蓋於光電產業。

民國 93年 

「電暈處理設備」通過專利審查，證號：發明第I 221689號。

民國 94年 

推出第二代In-Line Sputter及Plasma機台。

建置專業化濺鍍代工廠房。

減資彌補虧損及退還股款新台幣玖仟伍佰捌拾貳萬肆仟元整，減資後資本額新台幣壹億參仟零壹拾柒萬陸仟元整。

民國 95年

通過ISO 14001認證。

開發完成NCVM技術。

民國 96年 

「發光二極體載體結構」通過專利審查，證號：新型第M 313308   號。

連續式濺鍍製程導入NB機殼與3C機殼EMI鍍膜、百萬級鏡頭承座EMI鍍膜。

盈餘轉增資新台幣玖佰捌拾貳萬肆仟元整及現金增資新台幣貳仟萬元整，增資後資本額新台幣壹億陸仟萬元整。
民國 97年

連續式濺鍍製程導入碰觸面板產業。
售出首部裝飾鍍膜用途連續式濺鍍機至日本。

盈餘轉增資新台幣壹仟貳佰萬元整，增資後資本額新台幣壹億柒仟貳佰萬元整。

經證期局核准股票公開發行。
通過德國萊茵實驗室SEMI S2安全合格驗證。 

「非導電性基材上高電阻抗高光澤金屬結構」通過專利審查，證號：新型第M 345705 號。
民國 98年

「定點鎖固式內傳輸框架結構改良」通過專利審查，證號：新型第 M 349929號。

「蒸濺鍍設備之3D旋轉治具結構」通過專利審查，證號：新型第 M 350092號。

「鍍膜設備之冷凝結構改良」通過專利審查，證號：新型第 M 355951號。

「單腔鍍膜設備之可調式旋轉治具」通過專利審查，證號：新型第 M 355952號。

「內傳輸輪軌導引結構改良」通過專利審查，證號：新型第 M 356742號。

榮獲Deloitte「2009德勤亞太地區高科技Fast 500」獎項
盈餘轉增資新台幣壹仟柒佰貳拾萬元整及現金增資新台幣參仟萬元整，增資後資本額新台幣貳億壹仟玖佰貳拾萬元整。

開發完成第3代 NB EMI inline sputter專用機
開發完成第2.1代垂直爐式NCVM專用機，6面體均勻鍍膜

開發完成第1代 Solar Cell背電極1.1*1.4㎡ inline sputter專用機
民國 99年

「內傳輸轉軸單元快拆結構改良」通過專利審查，證號：新型第 M 375082號。

「快拆式內傳輸框架結構改良」通過專利審查，證號：新型第 M 375711號。

開發完成第4代 NB EMI inline sputter專用機
經營理念

優質、迅實、創新，成為環保濺鍍科技的領導者。
未來展望
（一）製程改善：提高代工生產良率及降低工廠作業成本。
（二）機器製造技術：
1、簡化機構設計，降低零組件加工成本。
2、採用模組化設計，提升組裝效率，縮短機台交期。
（三）新技術開發：
1、針對NB EMI的市場需求，開發第4代 NB EMI inline sputter 專用機，並研發新製程以縮短作業時間、降低成本。

2、針對Solar cell的市場需求，擬進行Mo electrode and laser scribe 製程整合開發及TCO (CTO, AZO...etc.) 前電極及背電極製程設備開發。

3、針對觸控面板的市場需求，開發ITO/SiO2 inline sputter專用製程設備，並針對ITO on glass、ITO on PMMA及AR coating進行製程開發。

4、針對LED的市場需求，進行LED 高散熱陶瓷基板製程、LED 高散熱金屬基板製程、LED 高效率反射蓋鍍膜製程開發。

5、針對PECVD的市場需求，擬開發PECVD 透明保護鍍膜製程與設備及PECVD 抗污鍍膜製程與設備。

6、第5代電漿清洗及蝕刻製程設備研發。



                                                                         

	主要業務項目：

主要從事濺鍍機台設備及代工業務之研發、製造及銷售。

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

上           游
中               游
下            游

代工服務

上游                    中游                   下游



       濺鍍設備

        上游                    中游                   下游





	產品名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	濺鍍設備
	
	濺鍍技術應用於各種金屬、塑膠、玻璃、陶瓷等基材零件的表面處理，賦予零組件裝飾、抗電磁波干擾、導電、絕緣、附著、反射、抗反射、抗眩光等表面性能。
	67,330
	41.50

	濺鍍代工
	
	濺鍍技術應用於各種金屬、塑膠、玻璃、陶瓷等基材零件的表面處理，賦予零組件裝飾、抗電磁波干擾、導電、絕緣、附著、反射、抗反射、抗眩光等表面性能。
	69,015
	42.54

	售服及其他
	
	材料及維修收入
	25,900
	15.96

	合     計
	162,245
	100.00


                                                                          

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元
	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年
	99年

1-4月

	營業收入
	85,224
	168,690
	217,583
	364,534
	162,245
	120,484

	營業毛利
	20,511
	55,562
	76,749
	125,984
	58,206
	46,656

	毛利率(%)
	  24.07
	32.94
	35.27
	34.56
	35.88
	38.72

	營業外收入
	1,791
	954
	3,069
	6,922
	5,244
	2,824

	營業外支出
	713
	1,202
	4,311
	15,186
	10,408
	10,882

	稅前損益
	2,604
	24,629
	30,188
	51,156
	(17,911)
	(6,983)

	稅後損益
	2,036
	18,197
	23,374
	37,919
	(16,623)
	(6,983)

	每股盈餘（元）
	0.13 
	1.40 
	1.57
	2.20 
	(0.82)
	(0.32)

	股利發放
	現金股利(元)
	－
	0.25
	0.25
	0.50
	－
	－

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	－
	0.75
	0.75
	1.0
	－
	－


最近五年度簡明資產負債表
     單位：新台幣仟元
	年度
項目
	94年
	95年
	96年
	97年
	98年

	流動資產
	88,207
	129,516
	 244,723
	208,037
	 157,948

	基金及長期投資
	－
	－
	－
	－
	72,876

	固定資產
	87,097
	99,338
	 122,186
	133,907
	 81,992

	無形資產
	－
	－
	－
	－
	201

	其他資產
	1,136
	1,307
	12,075
	18,291
	59,576

	資產總額
	176,440
	230,161
	 378,984
	360,235
	 372,593

	流動
負債
	分 配 前
	 44,293
	 79,772
	 185,831
	 134,662
	 126,899

	
	分 配 後
	 44,293
	 84,337
	 191,829
	 143,262
	 126,899

	長期負債
	－
	－
	－
	－
	－

	其他負債
	－
	45
	－
	500
	15,347

	負債
總額
	分 配 前
	 44,293
	 79,817
	 185,831
	 135,162
	 142,246

	
	分 配 後
	 44,293
	 84,382
	 191,829
	 143,762
	 142,246

	股本
	130,176
	130,176
	160,000
	172,000
	219,200

	資本公積
	－
	－
	4,000
	4,000
	7,294

	法   定   公   積
	－
	197
	2,017
	4,354
	8,146

	保留
盈餘
	分 配 前
	1,971
	19,971
	 27,136
	44,719
	 (1,496)

	
	分 配 後
	1,971
	3,762
	 6,800
	15,127
	(1,496)

	長期股權投資
未實現跌價損失
	－
	－
	－
	－
	－

	累積換算調整數
	－
	－
	－
	－
	(2,655)

	股東權益總額
	分 配 前
	132,147
	 150,344
	193,153
	225,073
	 230,347

	
	分 配 後
	 132,147
	 145,779
	 187,155
	 216,473
	 230,347


                                                                          

	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	96年
	97年
	98年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	35.27
	34.56
	35.88

	
	流動比率(%)
	131.69
	154.49
	124.47

	
	應收帳款天數(天)
	102
	71
	103

	
	存貨週轉天數(天)
	211
	124
	196

	
	負債比率(%)
	49.03
	37.52
	38.18


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image6.png]


















 





抗電磁波干擾鍍膜


IC載板鍍膜


LED基板鍍膜


外觀裝飾鍍膜


NCVM鍍膜


其他機能性鍍膜


























手機零組件產業


NB 零組件產業


IC載板產業


LED產業


薄膜型太陽能電池


觸控面板產業


汽車產業


其他產業





零組件供應商


金屬機構件加工商


真空腔體加工商


線材及管材供應商


其他

















手機零組件產業


NB 零組件產業


IC載板產業


LED產業


車用電子產業


其他











濺鍍設備


電漿表面處理設備


真空烤箱設備


其他週邊設備














靶材


塗料


陰極濺鍍源


包裝材料


其他
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